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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、
　搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複
数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、
　前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント
状態を調整する調整部と、
　制御部と、を含み、
　前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処
理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、
　前記搬送路は、前記調整部を介して互いに分離された第１搬送路および第２搬送路を含
み、前記搬送部は、前記第１搬送路に沿って基板を搬送する第１搬送部と、前記第２搬送
路に沿って基板を搬送する第２搬送部とを含み、
　前記複数の処理部のそれぞれは、基板を保持して移動する基板ステージと、前記基板ス
テージによって保持された基板の位置を検出する検出部とを含み、
　前記制御部は、
　　前記調整部に、基板のプリアライメント状態を調整させ、
　　前記搬送部に、前記調整部により前記プリアライメント状態が調整された前記基板を
前記複数の処理部うちの１つの処理部の前記基板ステージへ搬送させ、
　　前記基板が前記検出部の検出位置に位置するように前記基板ステージを制御した後、
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前記検出部に前記基板の位置を検出させ、
　　前記調整部によって前記プリアライメント状態が調整された時点における前記調整部
を基準とする前記基板の位置と、前記検出部によって検出された前記検出部を基準とする
前記基板の位置との差が許容範囲内に収まるように前記基板ステージを制御して、前記１
つの処理部に対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
ことを、前記複数の処理部のそれぞれについて行うことにより、前記複数の処理部のそれ
ぞれに対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
　ことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　前記調整部は、前記基板の温度調整を行う温度調整部を含むことを特徴とする請求項１
に記載の基板処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記温度調整部での前記温度調整が済んだ基板を前記調整部から前記複
数の処理部のうちのいずれかに搬送するように、前記搬送部を制御することを特徴とする
請求項２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
　前記調整部は、複数の基板を収納可能な収納部を含むことを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか１項に記載の基板処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記収納部に収納された基板のうち前記調整部での前記調整が済んだ基
板を前記収納部から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送するように、前記搬送部を
制御することを特徴とする請求項４に記載の基板処理装置。
【請求項６】
　前記調整部を複数含み、前記調整部の数は、前記複数の処理部における処理部の数より
少ないことを特徴とする請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項７】
　前記複数の調整部と前記複数の処理部との間の対応関係が予め設定されていることを特
徴とする請求項６に記載の基板処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記複数の調整部のうちいずれかの状態に基づいて前記オフセット値を
変更することにより前記対応関係を変更することを特徴とする請求項７に記載の基板処理
装置。
【請求項９】
　それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、
　搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複
数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、
　前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント
状態を調整する調整部と、
　制御部と、を含み、
　前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処
理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、
　前記調整部は、複数の基板を収納可能な収納部を含み、
　前記複数の処理部のそれぞれは、基板を保持して移動する基板ステージと、前記基板ス
テージによって保持された基板の位置を検出する検出部とを含み、
　前記制御部は、
　　前記搬送部に、基板を前記調整部へ搬送させ、
　　前記調整部に、前記調整部へ搬送された前記基板のプリアライメント状態を調整させ
、
　　前記搬送部に、前記調整部により前記プリアライメント状態が調整された前記基板を
当該処理部の前記基板ステージへ搬送させ、
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　　前記基板が前記検出部の検出位置に位置するように前記基板ステージを制御した後、
前記検出部に前記基板の位置を検出させ、
　　前記調整部によって前記プリアライメント状態が調整された時点における前記調整部
を基準とする前記基板の位置と、前記検出部によって検出された前記検出部を基準とする
前記基板の位置との差が許容範囲内に収まるように前記基板ステージを制御して、当該処
理部に対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
ことを、前記複数の処理部のそれぞれについて行うことにより、前記複数の処理部のそれ
ぞれに対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
　ことを特徴とする基板処理装置。
【請求項１０】
　それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置であって、
　搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板を前記複
数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、
　前記一端から前記複数の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント
状態を調整する調整部と、
　制御部と、を含み、
　前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端から最も遠い処
理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、
　前記調整部を複数含み、前記調整部の数は、前記複数の処理部における処理部の数より
少なく、
　前記複数の処理部のそれぞれは、基板を保持して移動する基板ステージと、前記基板ス
テージによって保持された基板の位置を検出する検出部とを含み、
　前記制御部は、
　　前記調整部に、基板のプリアライメント状態を調整させ、
　　前記搬送部に、前記調整部により前記プリアライメント状態が調整された前記基板を
前記複数の処理部のうちの１つの処理部の前記基板ステージへ搬送させ、
　　前記基板が前記検出部の検出位置に位置するように前記基板ステージを制御した後、
前記検出部に前記基板の位置を検出させ、
　　前記調整部によって前記プリアライメント状態が調整された時点における前記調整部
を基準とする前記基板の位置と、前記検出部によって検出された前記検出部を基準とする
前記基板の位置との差が許容範囲内に収まるように前記基板ステージを制御して、前記１
つの処理部に対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
ことを、前記複数の処理部のそれぞれについて行うことにより、前記複数の処理部のそれ
ぞれに対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
　ことを特徴とする基板処理装置。
【請求項１１】
　それぞれが基板を処理する第１及び第２の処理部を含む基板処理装置であって、
　前記第１及び第２の処理部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態
を調整する調整部と、
　前記基板が前記基板処理装置内に搬入された位置から前記調整部までの第１搬送路に沿
って前記基板を搬送し、前記調整部から前記基板が前記基板処理装置内から外部に搬出さ
れる位置までの第２搬送路に沿って前記基板を搬送する搬送部と、
　制御部と、を含み、
　前記第１の処理部は前記第１搬送路に沿った位置に配置されており、前記第２の処理部
は前記第２搬送路に沿った位置に配置されており、
　前記第１及び第２の処理部のそれぞれは、基板を保持して移動する基板ステージと、前
記基板ステージによって保持された基板の位置を検出する検出部とを含み、
　前記制御部は、
　　前記調整部に、基板のプリアライメント状態を調整させ、
　　前記搬送部に、前記調整部により前記プリアライメント状態が調整された前記基板を
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前記第１及び第２の処理部のうちの１つの処理部の前記基板ステージへ搬送させ、
　　前記基板が前記検出部の検出位置に位置するように前記基板ステージを制御した後、
前記検出部に前記基板の位置を検出させ、
　　前記調整部によって前記プリアライメント状態が調整された時点における前記調整部
を基準とする前記基板の位置と、前記検出部によって検出された前記検出部を基準とする
前記基板の位置との差が許容範囲内に収まるように前記基板ステージを制御して、前記１
つの処理部に対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
ことを、前記第１及び第２の処理部のそれぞれについて行うことにより、前記第１及び第
２の処理部のそれぞれに対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定する
　ことを特徴とする基板処理装置。
【請求項１２】
　前記複数の処理部のそれぞれは、パターン形成を基板に行うことを特徴とする請求項１
乃至１０のうちいずれか１項に記載の基板処理装置。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の処理部のそれぞれは、パターン形成を基板に行うことを特徴とする
請求項１１に記載の基板処理装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の基板処理装置を用いてパターン形成を基板に行う工程と、
　前記工程で前記パターン形成を行われた前記基板を処理する工程と、
　を含むことを特徴とする物品製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板を処理する複数の処理部を備える基板処理装置、および前記基板処理装
置を用いて物品を製造する物品製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板を処理する基板処理装置においては、処理部に搬入された基板の位置精度を許容範
囲内に収めるために基板のプリアライメント（当該搬入の前におけるアライメント）を行
う構成が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　また、スループットの向上を目的として、基板を処理する複数の処理部を備える、いわ
ゆるクラスタ構造の基板処理装置がある（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２９３６８８５号公報
【特許文献２】特開２０１２－００９８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　クラスタ構造の基板処理装置において、各処理部にプリアライメント部を配置した場合
、処理部の数が多くなるほど設置面積（フットプリント）の増加を招く。
【０００６】
　本発明は、例えば、フットプリントと基板のプリアライメント精度との両立に有利な基
板処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面によれば、それぞれが基板を処理する複数の処理部を含む基板処理装置
であって、搬送路を有し、前記基板処理装置の外から前記搬送路の一端に搬入された基板
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を前記複数の処理部のうちのいずれかに搬送する搬送部と、前記一端から前記複数の処理
部のうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する調整部と、制御
部と、を含み、前記調整部は、前記搬送路において、前記複数の処理部のうち前記一端か
ら最も遠い処理部と前記一端から最も近い処理部との間に配置され、前記搬送路は、前記
調整部を介して互いに分離された第１搬送路および第２搬送路を含み、前記搬送部は、前
記第１搬送路に沿って基板を搬送する第１搬送部と、前記第２搬送路に沿って基板を搬送
する第２搬送部とを含み、前記複数の処理部のそれぞれは、基板を保持して移動する基板
ステージと、前記基板ステージによって保持された基板の位置を検出する検出部とを含み
、前記制御部は、前記調整部に、基板のプリアライメント状態を調整させ、前記搬送部に
、前記調整部により前記プリアライメント状態が調整された前記基板を前記複数の処理部
うちの１つの処理部の前記基板ステージへ搬送させ、前記基板が前記検出部の検出位置に
位置するように前記基板ステージを制御した後、前記検出部に前記基板の位置を検出させ
、前記調整部によって前記プリアライメント状態が調整された時点における前記調整部を
基準とする前記基板の位置と、前記検出部によって検出された前記検出部を基準とする前
記基板の位置との差が許容範囲内に収まるように前記基板ステージを制御して、前記１つ
の処理部に対する前記調整部による調整量のオフセット値を決定することを、前記複数の
処理部のそれぞれについて行うことにより、前記複数の処理部のそれぞれに対する前記調
整部による調整量のオフセット値を決定することを特徴とする基板処理装置が提供される
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、例えば、フットプリントと基板のプリアライメント精度との両立に有
利な基板処理装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態における基板処理装置の概略構成を示す図。
【図２】実施形態に係るインプリント装置の概略構成を示す図。
【図３】実施形態における基板処理装置の動作を説明するフローチャート。
【図４】実施形態におけるオフセット決定処理のフローチャート。
【図５】他の実施形態における基板処理装置の概略構成を示す図。
【図６】他の実施形態における基板処理装置の概略構成を示す図。
【図７】他の実施形態における基板処理装置の動作を説明するフローチャート。
【図８】実施形態における、基板収納部と基板温調部とを含む調整部の構成例を示す図。
【図９】実施形態における２つ調整部の配置例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明
は以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の実施に有利な具体例を示すにすぎ
ない。また、以下の実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の課
題解決のために必須のものであるとは限らない。
【００１１】
　図１は、本実施形態における基板処理装置１００の概略構成を示す図である。基板処理
装置１００は、それぞれ基板を処理する複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１
００Ｄを含み、複数枚の基板に対して並列に処理を行いうるクラスタ型の構成をとる。各
処理部は、例えば、リソグラフィ装置（インプリント装置、露光装置、荷電粒子線描画装
置等）、成膜装置（ＣＶＤ装置等）、加工装置（レーザ加工装置等）、検査装置（オーバ
ーレイ検査装置等）のいずれかでありうる。インプリント装置は、基板の上に供給された
樹脂などのインプリント材に型（原版）を接触させた状態で該樹脂を硬化させることによ
って基板の上にパターンを形成する。露光装置は、基板の上に供給されたフォトレジスト
を原版を介して露光することによって該フォトレジストに原版のパターンに対応する潜像
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を形成する。荷電粒子線描画装置は、基板の上に供給されたフォトレジストに荷電粒子線
によってパターンを描画することによって該フォトレジストに潜像を形成する。
【００１２】
　以下では、具体例を提供するために、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１
００Ｄの各々がリソグラフィ装置の１つであるインプリント装置として構成される例を説
明する。ただし、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄの各々は、他の
リソグラフィ装置として構成されてもよいし、成膜装置、加工装置または検査装置などの
他の装置として構成されてもよい。
【００１３】
　図２に、処理部１００Ａに構成されるインプリント装置の概略構成図を示す。なおここ
では、その他の処理部１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄに構成されるインプリント装置の構
成も同様であるものとし、それらの説明は省略する。
【００１４】
　インプリント装置である処理部１００Ａは、インプリントサイクルを繰り返すことによ
って基板Ｓの複数のショット領域にパターン形成を行うように構成されている。ここで、
１つのインプリントサイクルは、原版Ｍを基板Ｓ上のインプリント材に接触させた状態で
そのインプリント材を硬化させることによって基板Ｓの１つのショット領域にパターン形
成を行うサイクルである。これにより基板Ｓの表面層に原版のパターンに対応したパター
ンが形成されうる。基板ステージ３は、基板ＳをＸＹ方向に移動させる。基板保持部２は
基板Ｓを吸着保持する。ベースフレーム４はインプリント装置内で基板ステージ３を支持
する。
【００１５】
　原版駆動部５は、原版の上下駆動を行う駆動装置であり、基板Ｓ上のインプリント材に
原版Ｍを接触させる動作を行う。紫外光発生装置６は、原版Ｍを介してインプリント材に
紫外光６ａを照射してそれを硬化させる。また、紫外光発生装置６は、この紫外光６ａと
しての例えば、ｉ線、ｇ線を発生するハロゲンランプなどの光源と、該光源が発生した光
を集光成形する機能を含む。ディスペンサ７は、インプリント材を液滴化して吐出するこ
とで、基板Ｓ上に所定の量のインプリント材を配置（供給）することができる。インプリ
ント材はタンク８に貯蔵されており、配管９を介してディスペンサ７に供給される。
【００１６】
　移動装置１０は、ディスペンサ７をインプリント材の吐出位置と退避位置（メンテナン
ス位置）との間で移動させる。通常の吐出動作時は吐出位置に位置決めされ、ディスペン
サ７をメンテナンスする際には、退避位置（メンテナンス位置）に移動され、ディスペン
サ７のクリーニング及び交換が行われる。
【００１７】
　基板位置検出部１１は、ディスペンサ７によりインプリント材が配置された基板Ｓと原
版Ｍとの位置合わせを行うための顕微鏡を含みうる。基板位置検出部１１は、原版Ｍに設
けられたアライメントマークと基板Ｓ上に設けられたアライメントマークとを重ね合わせ
る様子を顕微鏡で計測することで、相互の位置合わせを行う。計測方法としては画像処理
による方法が適当であり、このときの検出対象は少なくともＸＹ方向の位置ずれ及びθ方
向のずれでありうる。さら、鉛直方向（Ｚ方向）の位置ずれを検出対象として追加しても
よい。また、処理部１００Ａは、基板位置検出部１１の計測範囲内となるよう予備的な位
置合わせを行うために、基板Ｓ上のアライメントマークを計測する顕微鏡１１ａを別途備
えていてもよい。定盤１２は、ディスペンサ７～基板位置検出部１１、顕微鏡１１ａ、原
版Ｍ、紫外光発生装置６を支持固定する。
【００１８】
　なお、上記したインプリント装置は、紫外線の波長域を利用してインプリント材を硬化
させる構成であるが、これに限定されない。例えば、紫外線以外の波長域の光線を利用し
てインプリント材を硬化させるインプリント装置や、熱エネルギーなどその他のエネルギ
ーによってインプリント材を硬化させるインプリント装置であってもよい。
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【００１９】
　図１の説明に戻る。基板処理装置１００は、基板処理装置の外から搬送路の一端に搬入
された基板を複数の処理部１００Ａ～１００Ｄのうちのいずれかに搬入しうる搬送部１５
を有する。搬送部１５は、後述する調整部１７を介して互いに分離された第１搬送路１４
ａと第２搬送路１４ｂと、第１搬送路１４ａに沿って基板を搬送する第１搬送部１５ａと
、第２搬送路１４ｂに沿って基板を搬送する第２搬送部１５ｂを含む。第１搬送路１４ａ
及び第２搬送路１４ｂは、例えばレール又は走行ガイドとして構成されうる。第１搬送部
１５ａ、第２搬送部１５ｂは、例えば、基板Ｓを保持する伸縮自在なアームを有する搬送
ハンドを含む。この搬送ハンドは、鉛直方向および鉛直周り（θ方向）に移動自在に構成
されている。図１の例においては、第２搬送路１４ｂの一端には、基板受け渡し部１３を
介して前処理装置である塗布処理装置１０１が接続されている。ただし、搬送路の一端に
は、前処理装置ではなく、ＦＯＵＰ（Front Opening Unified Pod）等の容器が接続され
てもよい。
【００２０】
　制御部３０は、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ、塗布処理装置
１０１、搬送部１５、および、後述する調整部１７の制御を統括的に行う。制御部３０は
例えば、中央処理装置であるＣＰＵ３１、および各種データやプログラム等を記憶するメ
モリ３２を含みうる。
【００２１】
　塗布処理装置１０１は、処理対象基板に対して密着層の形成を行う。具体的には、複数
の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄの各々で基板上にインプリント材を配
置する前に、塗布処理装置１０１で、基板上に密着層が塗布される。これは例えば、イン
プリント材と基板との密着性の改善及び基板面におけるインプリント材の広がり性の改善
を目的とするものである。この密着層は、光反応性単分子膜あるいは反応性官能基などを
含み、塗布処理装置１０１内の不図示の塗布部により基板Ｓ上面の全面にスピン塗布され
る。
【００２２】
　塗布処理装置１０１で処理された基板は、搬送部１５により複数の処理部１００Ａ，１
００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄのうち選択された処理部へと搬送される。ただし、空気中の
不純物による汚染を防止する観点から、密着層の塗布後にインプリント材が配置されるま
での時間を所定時間内に収める必要がある。そこで、塗布処理装置１０１で密着層の塗布
が行われた複数の基板が基板受け渡し部１３（格納部）に置かれる。基板受け渡し部１３
は、基板に密着層の塗布が行われる都度、基板を一枚ずつ受け取る構成でもよいし、密着
層の塗布が行われた複数の基板を一括で受け取りそれらを収納ケースに収納する構成でも
よい。なお、塗布処理装置１０１は、現像やベーク、基板検査機能などを付加したもので
あってもよい。
【００２３】
　調整部１７は、搬送部１５の一端から複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１
００Ｄのうちのいずれかに搬入される基板のプリアライメント状態を調整する。具体的に
は、調整部１７は、例えば、基板受け渡し部１３から取り出された基板を複数の処理部１
００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄのうち選択された処理部へ搬送する前に、基板の
位置および回転角の少なくとも一方を含むプリアライメント状態を調整する。一例におい
て、調整部１７は、駆動部と外周検知部を含み、駆動部で基板Ｓを駆動しつつ、外周検知
部で基板Ｓの外周及びノッチ部（切り欠き部）もしくはオリエンテーションフラットを検
知する。制御部３０は、その検知結果に基づいて基板Ｓの中心位置および回転角を算出し
、駆動部はその算出結果に基づいて基板Ｓの位置及び回転角を調整するように基板Ｓを駆
動する。この動作をプリアライメントと呼ぶ。
【００２４】
　本実施形態において、調整部１７は、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１
００Ｄに対して個別に設けられるのではなく、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００



(8) JP 6703785 B2 2020.6.3

10

20

30

40

50

Ｃ，１００Ｄの数よりも少ない数だけ設けられる。例えば図１の構成例においては、複数
の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄに対して調整部１７が１つだけ設けら
れている。ここで、調整部１７は、搬送路において、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，
１００Ｃ，１００Ｄのうち搬送路の一端から最も遠い処理部と最も近い処理部との間に配
置される。例えば図１の構成例においては、調整部１７は、搬送路上で、複数の処理部１
００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄに囲まれる領域の中央の位置に配置されている。
【００２５】
　なお、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ、搬送部１５はそれぞれ
、パーティクルによる汚染を防ぐため、除塵空調機能を備えたチャンバで覆われる構成で
あってもよい。さらに、よりクリーンな環境を保つために、基板処理装置１００の全体を
チャンバで覆う構成も考え得る。
【００２６】
　以下、図３を参照して、基板処理装置１００の動作例を説明する。上述したように、複
数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄの各々で基板上にインプリント材を
配置する前に、塗布処理装置１０１により基板上に密着層の塗布が行われ、密着層が塗布
された基板が基板受け渡し部１３に置かれる。その後、制御部３０は、複数の処理部１０
０Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄのうち処理対象基板を投入する処理部の選択を行う
（Ｓ３０１）。ここでは例えば、搬送時間を考慮し、塗布処理装置１０１から各処理部ま
での距離を、処理部の選択基準とすることができる。具体的には、塗布処理装置１０１か
ら最も遠い処理部（図１の例では１００Ａ，１００Ｃ）から最も近い処理部（図１の例で
は１００Ｂ，１００Ｄ）の順に処理部が選択される。あるいは、例えば各処理部の処理時
間を考慮し、処理時間がかかる順をも考慮した選択基準を設けてもよい。なお、このＳ３
０１は、後述するＳ３０２またはＳ３０３の後に行ってもよい。以下では、処理部１００
Ａを選択した場合を説明する。
【００２７】
　基板に密着層を塗布した後、基板受け渡し部１３に置かれた処理対象基板である基板Ｓ
は搬送部１５ｂにより調整部１７に搬送される（Ｓ３０２）。制御部３０は、調整部１７
を制御して基板Ｓに対して上記したプリアライメントを行う（Ｓ３０３）。
【００２８】
　次に、第１搬送部１５ａは基板Ｓを保持した状態で第１搬送路１４ａ上を走行し、Ｓ３
０１で選択した処理部１００Ａまで移動し、アームの鉛直方向およびθ方向の駆動能力を
駆使し、処理部１００Ａの基板ステージ３に基板Ｓを載置する（Ｓ３０４）。基板Ｓは基
板ステージ３上の基板保持部により吸着保持される。
【００２９】
　制御部３０は、基板Ｓが搬入された処理部１００Ａにおける基板ステージ３を駆動して
基板Ｓを基板位置検出部１１の位置まで移動させる。その後、基板位置検出部１１は、基
板Ｓの位置を検出して位置合わせを行う（Ｓ３０５）。上述したように、この位置合わせ
は例えば、基板位置検出部１１に設けられた顕微鏡により原版Ｍのアライメントマークと
基板Ｓのアライメントマークとの相対位置関係を計測し、そのずれを補正することにより
行われる。
【００３０】
　Ｓ３０５で処理部１００Ａ内での基板の位置合わせが終了すると、処理部１００Ａは、
基板ステージ３の位置を所定の位置に移動し、インプリント処理を実施する（Ｓ３０６）
。このとき、押印と離型により基板に力がかかり、原版と基板のパターン重ね合わせ位置
がずれてしまうことがある。そこで、各ショットの押印前あるいは押印中にそのショット
のアライメントマークを図２に示された顕微鏡１１ａで計測し、基板のずれを補正するこ
とが行われてもよい。インプリント処理が行われた後、基板Ｓは搬送部１５ａ，１５ｂに
より基板処理装置１００の外部に搬出される（Ｓ３０７）。
【００３１】
　上記処理において、Ｓ３０３、Ｓ３０５、Ｓ３０６でそれぞれ基板の位置合わせが行わ
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れるが、Ｓ３０３よりもＳ３０５、Ｓ３０５よりもＳ３０６の方が、より精密な基板位置
合わせが求められる。Ｓ３０３、Ｓ３０５、Ｓ３０６の位置合わせはそれぞれ、従来のリ
ソグラフィ装置のメカプリアライメント工程、ＴＶプリアライメント工程、ファインアラ
イメント工程に相当する。各アライメント工程に用いるアライメントユニットが複数の処
理部に個別に設けられている場合には、位置合わせ時間短縮と位置合わせ精度向上という
点で優れている。しかし、その場合には、設置面積（フットプリント）の増大とコストの
増加を招く。
【００３２】
　これに対し本実施形態では、上述したように、複数の処理部に対して調整部１７が１つ
だけ設けられた構成としている。ただし、この構成はフットプリントの点で有利となる一
方で、調整部１７で位置合わせした後の搬送経路が長く、途中経路での位置ずれや位置再
現性の悪化が懸念される。したがって、単純に１つの調整部１７に複数の処理部を対応さ
せるだけだと、例えば各処理部内の基板位置検出部１１である顕微鏡の視野に基板上のア
ライメントマークを入れることが困難になりうる。また、基板ステージや顕微鏡のストロ
ークを大きくしなければならないという問題も生じうる。これらは結果的に生産性（スル
ープット）の低下とコストアップにつながってしまう可能性もある。
【００３３】
　基板位置検出部１１で計測した結果は、調整部１７で計測した結果に対して誤差を含み
うる。その内訳は、例えば以下の項目がある。
（１）第１搬送路１４ａ、第２搬送路１４ｂの走り誤差
（２）基板保持部２の吸着誤差
（３）基板ステージ３の走り誤差
（４）各搬送経路における雰囲気差
　なお、上記（４）の雰囲気差とは、調整部１７、第１搬送路１４ａ、第２搬送路１４ｂ
、処理部１００Ａ～１００Ｄ等の基板が通過する空間において、例えば温度の差異がある
場合をいう。このような温度差等の雰囲気差は、各メカ構造や基板の変形による位置誤差
に影響を与えうる。
【００３４】
　本実施形態では、上述したＳ３０３とＳ３０５での位置合わせの誤差を低減するために
、調整部１７での調整量に、各処理部に対応したオフセットを与える。この各処理部に対
するオフセット値を決定するオフセット決定処理について、図４を参照して説明する。
【００３５】
　まず、制御部３０は、複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄのうち基
板Ｓを投入する処理部の選択を行う（Ｓ４０１）。ここで基板Ｓは専用の工具基板であっ
てもよい。なお、Ｓ４０１での処理部の選択は、後述するＳ４０２またはＳ４０３の後に
行ってもよい。以下では、処理部１００Ｂを選択した場合について説明する。
【００３６】
　基板受け渡し部１３に置かれた基板Ｓは第２搬送部１５ｂにより調整部１７に搬送され
る（Ｓ４０２）。制御部３０は、調整部１７を制御して基板Ｓに対してプリアラメントを
行う（Ｓ４０３）。
【００３７】
　次に、第２搬送部１５ｂは基板Ｓを保持した状態で第２搬送路１４ｂ上を走行し、Ｓ４
０１で選択した処理部１００Ｂまで移動し、処理部１００Ｂの基板ステージ３に基板Ｓを
載置する（Ｓ４０４）。基板Ｓは基板ステージ３上の基板保持部により吸着保持される。
【００３８】
　制御部３０は、基板Ｓが搬入された処理部１００Ｂにおける基板ステージ３を駆動して
基板Ｓを基板位置検出部１１の位置まで移動させる。その後、基板位置検出部１１は、基
板Ｓの位置を検出する（Ｓ４０５）。
【００３９】
　Ｓ４０３のプリアライメントでの基板位置とＳ４０５で検出された基板位置との差分が
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、前述した各種誤差の合計となりうる。制御部３０は、この差分が位置ずれ量の許容範囲
に収まっているかを判定する（Ｓ４０６）。位置ずれ量の許容範囲は、例えば基板位置検
出部１１の顕微鏡の視野や駆動ストローク、またステージのストローク等から決定されう
る。位置ずれ量が許容範囲内にない場合、顕微鏡の視野にマークが入らないため、Ｓ４０
５に戻り、マークが入る位置まで基板ステージ３を動かす。以上の工程により、当該処理
部のオフセットが決定される（Ｓ４０７）。決定されたオフセットの値は、当該処理部の
識別子と関連付けて、制御部３０のメモリ３２に記憶される。
【００４０】
　その後、制御部３０は、全ての処理部のオフセットが決定されたか否かを判断する（Ｓ
４０８）。ここで全ての処理部のオフセットが決定されたと判断された場合、調整部１７
のオフセット決定処理は終了する。オフセットが未決定の処理部が残っている場合は、Ｓ
４０１に戻って該当する処理部を選択し、Ｓ４０２～Ｓ４０７の工程を繰り返す。なお、
Ｓ４０８は全ての処理部のオフセット値が決定されたことを判断の基準としているが、指
定した処理部のみのオフセット値が決定されたことを判断の基準としてもよい。
【００４１】
　上述のオフセット決定処理により決定されたオフセット値は、図３のＳ３０１において
、選択された処理部に関連付けられたオフセット値がメモリ３２から読み出され、Ｓ３０
３のプリアライメント工程において、基板の駆動量に加算される。したがって、このとき
制御部３０は、処理対象基板の位置および回転角の少なくとも一方の状態が、選択された
処理部のためのオフセット値に従って調整されるように調整部１７を制御することになる
。
【００４２】
　上述したように、図１の構成例においては、調整部１７は、搬送路上で、複数の処理部
１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄに囲まれる領域の中央の位置に配置されている
。それにより、調整部１７は、第１搬送路１４ａと第２搬送路１４ｂに挟まれた位置で、
複数の処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄまでの搬送距離が互いに等しい位
置に配置される。各処理部までの搬送経路に関して等距離の位置に調整部１７が配置され
ることで、搬送路の走り誤差と、各搬送経路中の雰囲気差を同等にすることが可能となり
、誤差要因を減らすことができる。搬送路として直動方式のガイド等を利用している場合
には、等距離に配置することで、各搬送経路のレール平行度差を低減できる。また、搬送
経路が等距離になることで、各搬送経路の空間同士の体積が同等に近づき、温調精度の差
を少なくすることも可能になる。
【００４３】
　また、上述したように、第１搬送部１５ａ及び第２搬送部１５ｂはそれぞれ搬送ハンド
を有する。２つの搬送ハンドは、調整部１７を挟んだ２つの搬送路上（第１搬送路１４ａ
及び第２搬送路１４ｂ）をそれぞれ走行する。
【００４４】
　調整部１７は、搬入時の基板温度を一定にする観点から温度調整機能を含む構成であっ
てもよい。また、調整部１７は、スループットを最大化する観点から、各処理部に投入す
るタイミングを調整できるよう、複数の基板を収納可能な基板収納部を含む構成であって
もよい。図８に、プリアライメント部１７１と基板収納部１７２と温度調整部１７３とを
含む調整部１７の構成例を示す。調整部１７に搬入された基板Ｓは、まず温調調整部１７
３内の温調プレート２３に載置され、設定された温度範囲に温度調整される。温度調整完
了後、基板Ｓは不図示の搬送アームによってプリアライメント部１７１へと搬送され、基
板保持部２１に載置される。基板Ｓは基板保持部２１によって吸着保持される。プリアラ
イメント部１７１は、基板を駆動する駆動部２２と基板の外周及びノッチもしくはオリエ
ンテーションフラットを検知する外周検知部２０を含み、上述したプリアライメントを実
施する。
【００４５】
　また、基板Ｓは、制御部３０による制御の下、各処理部での処理状況に応じて基板収納
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部１７２に一時的に収納されうる。例えば、制御部３０は、複数の処理部１００Ａ，１０
０Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄのいずれもが基板を処理中である場合の待ち時間において、基
板を基板収納部１７２に収納するよう調整部１７を制御しうる。このとき制御部３０は、
各処理部での処理状況に応じて、プリアライメント処理前の基板を基板収納部１７２に収
納させることもできるし、プリアライメント処理済みの基板を基板収納部１７２に収納さ
せることもできる。ここで、制御部３０は、基板収納部１７２に収納されている各基板に
ついて、プリアライメント調整前の基板であるかプリアライメント調整済みの基板である
か否かを示す管理情報をメモリ３２に記憶させておくことができる。制御部３０は、複数
の処理部のうちいずれかの処理部が処理可能状態になった場合、上記管理情報に基づき、
調整部１７での調整が済んでいる基板を指定して基板収納部１７２から当該処理部に搬送
するよう調整部１７及び搬送部１５を制御する。こうして基板処理装置１００のスループ
ット最大化が図られる。
【００４６】
　また、図４のオフセット決定処理の実施タイミングは、例えば基板処理装置の運用開始
前とされうるが、それに限定されない。例えば、装置運用とともに経時変化や外乱等の影
響で調整部のオフセット値が変化していく可能性がある。したがって、定期的な実施（半
年や１年等）、装置トラブルなどで停止した後の復帰時、あるいは、基板位置検出部１１
で基板Ｓを計測した際の位置ずれ量が所定の閾値を一定回数超えたタイミングで実施する
ようにしてもよい。
【００４７】
　ここまでは、４つの処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄの構成について説
明したが、処理部の数を更に多くした構成も考えられる。また、基板処理装置１００は、
調整部１７を、複数の処理部の数よりも少ない数で複数含む構成でもよい。この場合、搬
送部１５および調整部１７は、図１の構成に限らず、処理枚数に応じた複数の構成として
もよい。その場合、１つの搬送路に対して搬送部１５と調整部１７を複数配置してもよい
。また、搬送路を含めて複数個配置してもよい。図５は、３つの搬送部１５ａ，１５ｂ，
１５ｃ、２つの調整部１７ａ，１７ｂ、６つの処理部１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１
００Ｄ，１００Ｅ，１００Ｆを配置した例を示す。
【００４８】
　また、搬送部の数と調整部の数は自由に変更可能である。調整部１７は、搬送部１５に
対して平面方向に複数個配置してもよいし、調整部１７が高さ方向に重なるように配置し
てもよい。図９に２つの調整部１７ａ，１７ｂを高さ方向に重なるように構成した例を示
す。
【００４９】
　また、生産性を高めるため、図１において、塗布処理装置１０１の搬送口を紙面右側に
も追加し、塗布処理装置１０１を境に図１のクラスタ構成（合計８つの基板処理部）とし
た構成としてもよい。
【００５０】
　次に、図６、図７を参照して、別の実施形態に係る基板処理装置１００について説明す
る。上述の実施形態と同様の構成、同様の処理内容については説明を省略する。
【００５１】
　図６は、基板処理装置１００が、８つの処理部１００Ａ～１００Ｈ、３つの搬送部、及
び、２つの調整部を含む例を示している。３つの搬送部は、第１搬送部１５ａ、第２搬送
部１５ｂ、第３搬送部１５ｃからなる。また、２つの調整部は、第１調整部１７ａ、第２
調整部１７ｂからなる。図７は、図６の基板処理装置１００の動作を示すフローチャート
である。Ｓ７０１で処理部を選択後、Ｓ７０２で第２搬送部１５ｂおよび第３搬送部１５
ｃを用いて基板Ｓを第１調整部１７ａに搬送する。Ｓ７０３で第１調整部１７ａにトラブ
ルが発生し、位置合わせが実行できない状態となった場合を想定する。この場合でも、図
６の構成によればインプリント処理が可能である。例えば、Ｓ７０４で、制御部３０は、
第２調整部１７ｂに、現在選択されている処理部に対応するオフセット値を設定する。こ
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２調整部１７ｂへと基板Ｓｃが移送される。その後、図３で説明した処理と同様の、Ｓ３
０３～Ｓ３０７の工程が実施される。このように、複数の調整部のうちのいずれかでトラ
ブルが起こった場合でも、別の正常な調整部に変更して基板処理を進めることが可能であ
る。
【００５２】
　なお、より厳密に調整部の位置合わせ誤差を低減するには、プリアライメント毎に、各
処理部に対応するオフセット値を決定しておくようにしてもよい。
【００５３】
　以上のように、本実施形態に係る複数の処理部を有する基板処理装置において、複数の
調整部と複数の処理部との間の対応関係が予め設定されている。例えば、各調整部は各処
理部のためのオフセット値を保持する。そして調整部は、処理部ごとに、オフセット値を
考慮した基板の位置決めを行う。制御部３０は、複数の調整部のうちいずれかの状態に基
づいて、上記対応関係を変更するべくオフセット値を変更しうる。これにより、基板位置
合わせ精度を落とすことなく、フットプリントを抑制しつつ安価な装置を提供することが
可能である。
【００５４】
　＜物品の製造方法の実施形態＞
　物品としてのデバイス（半導体集積回路素子、液晶表示素子等）の製造方法は、上述し
たインプリント装置を用いて基板（ウエハ、ガラスプレート、フィルム状基板）にパター
ンを形成する工程を含む。さらに、該製造方法は、パターンが形成された基板を処理（例
えば、エッチング）する工程を含みうる。なお、パターンドメディア（記録媒体）や光学
素子などの他の物品を製造する場合には、該製造方法は、エッチングの代わりに、パター
ンを形成された基板を加工する他の処理を含みうる。本実施形態の物品製造方法は、従来
の方法に比べて、物品の性能・品質・生産性・生産コストの少なくとも一つにおいて有利
である。
【符号の説明】
【００５５】
１００：基板処理装置、１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ：処理部、１４ａ：第
１搬送路、１４ｂ：第２搬送路、１５ａ：第１搬送部、１５ｂ：第２搬送部、３０：制御
部、１０１：塗布処理装置
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